LAGENAUFBAU (Impedanz)

4 - Lagen
Kern:  mmCu / pm
WE-Artikel Nr.: 4 - Lagen
KUNDE: EMV-Adapter
BASIS- PREPREG KUNDEN-
LAGENBEZEICHNUNG AUFBAU Material cu ANZAHL/TYP | ENDDICKE | FORDERUNG
KUNDE WE (pm] [um]
S
1 TOPNS T — Folie 18 um |1 18
_______ 1x1080
1x2116 175
2 2 =
I 35 um 33
3 3 p I — 35 um 33
_______ 1x 1080
1x2116 175
Folie
4 BOT/AS s —— 18 um |) 18
Imp |Lage L-Breite L-Abstand
Zdiff |Top+BOT=92,30Q 254um 246um
1) Kupferenddicke AuBenlagen nach IPC (35um Forderung)
Gesamtdicke Material: 1382
Anmerkung: Werte fiir Prepreg sind Mittelwerte (der genaue Wert ist von den Leiterbildstrukturen
abhangig)
BASISDICKE:| 1,35 | +- 0,14 mm Index Datum: Bearbeiter:
DICKE iber galv. Endoberflache| 1,43 +/- 0,15 mm 10.06.2011 M. Schmid
DICKE Uber LSM incl.galv.-Kupfer| 1,47 +/- 0,16 mm
Kundenforderung: +/- mm  |Messstelle:
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